



附件3：
2021中国电子学会集成电路奖学金推荐表（单位推荐样表）
学校名称：                        
	一、基本情况

	姓名
	
	性别
	
	出生年月
	
	政治面貌
	

	院系
	
	学历
	
	年级
	
	联系方式
	

	身份
证号
	
	是否中国电子学会会员
	
	会员号
	

	所属
范围
	
	是否申报壁仞专项奖学金
	

	开户行
	
	银行账号
	

	导师
	
	职称
	

	二、推荐意见

	200字以内
需对候选人政治表现、廉洁自律、道德品行，以及材料的真实性、准确性及涉密情况出具明确意见；并对候选人在创新价值、能力、贡献和学风道德等方面作出评价。（以上说明填写时请删除）                                    

                                     学校公章：
                                      主要负责人签名：
                                                   年    月    日


2021中国电子学会集成电路奖学金推荐表（专家提名样表）
学校名称：                        
	一、基本情况

	姓名
	
	性别
	
	出生年月
	
	政治面貌
	

	院系
	
	学历
	
	年级
	
	联系方式
	

	身份
证号
	18位
	是否中国电子学会会员
	
	会员号
	

	所属
范围
	
	是否申报壁仞专项奖学金
	

	开户行
	
	银行账号
	

	提名人
	
	电子学会身份
	

	二、推荐意见

	200字以内

需对候选人政治表现、廉洁自律、道德品行，以及材料的真实性、准确性及涉密情况出具明确意见；并对候选人在创新价值、能力、贡献和学风道德等方面作出评价。（以上说明填写时请删除）                                      

                                                    提名人签名：
                                                   年    月    日


	二、所获重要荣誉（按重要性排序，不超过5项；在校期间，且仅限2021年8月31日之前获得；没有写“无”）

	项目名称/荣誉称号
	奖励名称
	设奖单位
	等级和
排名
	时间

	
	
	
	
	例：年月

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	三、代表性论文（按重要性排序，不超过8篇；在校期间，且仅限2021年8月31日之前获得；确认收录但未发表情况的，需提供佐证材料；导师一作需注明；没有写“无”）

	论文题目
	刊物或会议名称
	发表时间
	级别
	排名

	
	
	例：年月
	例：Top期刊
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	四、专利情况（按重要性排序，不超过8项专利；仅限2021年8月31日之前获得；其他国家（地区）专利请注明；仅限在校期间；导师为第一完成人请注明；没有写“无”）

	专利种类
	专利名称（可摘要）
	申请号/授权号
	时间
	排名

	
	
	
	例：年月
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	五、其它重要信息（例：按重要性排序，不超过5个；可包括：加入学术组织，会议作报告或展览展示，参与科研项目等相关活动；需对所参加活动有所描述，可放在主要事迹中体现，例：作报告写明听众规模和层次等。仅限2021年8月31日之前）

	活动类型
	名称
	主办或批准单位
	时间

	
	
	
	例：年月

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	六、主要事迹（限1000字以内，内容结构上至少包括个人学习和实践概述，主要研究内容以及贡献，成果描述，个人未来发展思考）

	不超过1000字


	七、佐证材料等附件，请按表格填写顺序排列，并提供目录
1.所获荣誉

2.论文

3.专利

4.重要活动

5.……


